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FRT MicroSpy® Leistungstarke, budgetfreundliche

Oberflachen- und Schichtdickenmessgerdte

Leistungsstark und zugleich budget-
freundlich sind die Messgerdite der
FRT MicroSpy® Serie zur beriihrungs-
losen Charakterisierung von Oberfla-
chen und Schichtdicken.

Dank des kompakten Aufbaus und
der Reduktion auf ein spezielles
Messverfahren, sind sie die optima-
le Einstiegsmoglichkeit in die Welt
der optischen Messtechnik. Kom-
promisse in puncto Qualitdt miissen
dabei nicht eingegangen werden,
denn sowohl die Komponenten als
auch die Software stammen aus der
Multisensor-Metrologiefamilie von FRT.

MicroSpy® Mobile

MicroSpy® Profile
MicroSpy® FT

MicroSpy® Mobile
Leichtes, portables Messgerat fiir
Oberflaichenuntersuchungen ,,vor Ort“

Ob grofie Maschine, schwer zugdng-
licher Fahrzeuginnenraum, fest mon-
tierte Walze oder sperrige Glasscheibe:
Wenn ,,vor Ort“ gemessen werden muss,
kommt der MicroSpy® Mobile zum Ein-
satz. Er besteht aus einer portablen
Messeinheit, die mit einem fahrbaren
Rack verbunden ist. Je nach Messauf-
gabe wird das System mit einem opti-
schen Punkt- oder Schichtdickensensor
aus der FRT Sensorfamilie konfiguriert.

MicroSpy® Topo
MicroSpy® Topo DT

Punkt-, Profil-, Rastermessung One-Shot Messung

2D- und 3D-Messungen z.B. Rauheit, Kontur, Topographie, Schichtdicke

MicroSpy® Profile / MicroSpy® FT
Intuitiv bedienbare Messgeréte fiir die
Produktionskontrolle und Entwicklung

Bei Messaufgaben in der begleiten-
den Produktionskontrolle sowie den
Bereichen Forschung und Entwicklung
kommen die beiden optischen Messge-
rate MicroSpy® Profile oder MicroSpy®
FT zum Einsatz. Das Profilometer bzw.
Schichtdickenmessgerét ist jeweils mit
einem motorisierten x,y-Verfahrtisch so-
wie einer CCD-Kamera mit Messfeldbe-
leuchtung zur einfachen Probenpositi-
onierung ausgestattet. Zum Lieferum-
fang gehoren die Softwarepakete Acqui-
re und Mark Il mit umfangreichen Aus-
werte-, Visualisierungs- und Exportfunk-

tionen sowie Scriptingfunktionalitat.

MicroSpy® Topo / MicroSpy® Topo DT
One-Shot 3D-Mikroskope zur schnellen,
flaichenhaften Oberflaichenmessung

Sollen 3D-Oberflachentopographien
in sehr kurzer Zeit bei hoher Auflo-
sung erfasst werden, kommt das Kon-
fokalmikroskop MicroSpy® Topo oder
der MicroSpy® Topo DT (kombiniertes
Konfokalmikroskop mit Weifilichtinter-
ferometer) zum Einsatz. Die massive
Granitbasis beider Systeme isoliert
duBere Schwingungen und garantiert
eine bestmogliche Wiederholbarkeit der
Messergebnisse auch in ,rauhen Umge-
bungen®.

www.profilometer.com
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Liebe Geschiiftsfreunde,

seit 12 Monaten
sind Auftragsein-
gang und Nach-
frage stabil, sogar
eher steigend. Da-
mit ist klar, dass

es sich nicht nur
um einen Investitionsstau gehandelt
hat, sondern wir zumindest in be-
stimmten Branchen eine stabile posi-
tive Wirtschaftslage haben. Dies zeigt
sich auch bei der FRT.

Neben dem Maschinenbau und dem
Bereich Automotive reden wir hier vor
allen Dingen Uber die wachstumstar-
ke Mikroelektronik, die Mikrosystem-
technik, Photovoltaik und Medizin-
technik. Ein grof3er Teil unserer Mess-
systeme geht mittlerweile in Richtung
Asien und USA. Schwerpunkte lassen
sich schwer ausmachen, immer ofter
jedoch geht es um die Automatisie-
rung der Messtechnik. Hier kommt es
auf das Handling der Proben und eine
softwareseitige Integration der Anla-
gen in die Produktionssteuerung an.

Viele Griif3e,

Ihr Thomas Fries %



Kurzinterview zur aktuellen und zukiinftigen Oberflaichenmesstechnik
Dr. Thomas Fries, geschaftsfilhrender Gesellschafter von FRT

Herr Dr. Fries,
die Wirtschaft
hat sich in vie-
len Branchen er-
holt. Sie hatten
ja 2009 schon
ein relativ gutes
Jahr. Worauf fiihren Sie das zuriick?

Fries: Der Erfolg hat mehrere Griinde.
Einerseits haben wir schon immerauch
in die Entwicklung neuer Technologien
investiert, um technologisch fiihrend
und zugleich wettbewerbsfahig zu
sein. Zum anderen ist unser Kunden-
kreis weltweit und brancheniibergrei-
fend, so dass Nachfrageschwankungen
geringer ausfallen.

Was wird denn im Augenblick am meis-
ten nachgefragt?

Fries: Auf einen Nenner gebracht:
Messtechnik fiir Anwendungen in
Wachstumsbranchen. Das sind vor
allem die Mikroelektronik, Mikrosys-
temtechnik, Photovoltaik und Medizin-
technik

3D-Chip-Stacking, Through Silicon Via,
MEMS - wie reagiert die Oberflachen-
messtechnik auf diese so gar nicht
»oberflachigen“ Technologien?

Fries: Die drei Themen, die Sie hier
ansprechen, sind wichtige Zukunfts-

technologien. Jedes Thema fiir sich ist
dabei sehr komplex. Wir sind in der
gliicklichen Position, dass das Mess-
technik Know-How in der Regel in Zu-
sammenarbeit mit langjdahrigen Kun-
den erarbeitet wird. Oft schon einige
Jahre vor der Markteinfiihrung!

Wachstumsmarkte wie Photovoltaik,
Halbleiter oder OLEDs haben mit zu-
nehmend diinnen Beschichtungen zu
tun. Lassen sich Schichtdickenmes-
sungen optisch l6sen?

Fries: Auf jeden Fall. Um nicht zu sagen
fast ausschlieBlich, denn diese Be-
schichtungen sind mit wenigen Mikro-
oder Nanometern duBerst diinn und
bestehen oft aus mehreren Schicht-
ebenen und Materialien. Mit optischen
Verfahren konnen Sie hier sehr gute
und vor allem reproduzierbare Mess-
ergebnisse erzielen, wobei gerade fiir
die Mehrschichtsysteme gibt es auch
noch Herausforderungen. Fiir uns ist
das Thema Schichtdickenmessung ein
strategisches Thema, fiir das wir sogar
ein eigenes Entwicklungslabor einge-
richtet haben.

Kiirzere Durchlaufzeiten und Kosten-
einsparungen sind wohl die meist ge-
brauchten Schlagworter in der Ferti-
gungstechnik. Wie sieht es mit dem
Automatisierungsgrad in der Mess-
technik aus? Wie gut ldsst sie sich in

die Produktionslinien integrieren?
Fries: Der Stand der Technik sieht so
aus, dass die Automatisierung sich
auf zwei Ebenen abspielt. Auf der Soft-
wareseite und im Bereich der Hand-
lingtechnologien. In beides haben wir
schon vor Jahren viel Entwicklungsar-
beit gesteckt, die sich heute bezahlt
macht. Bei uns kdnnen Sie das ma-
nuelle Messgerat fiirs Labor genau so
bekommen, wie die vollautomatische
Waferinspektionsanlage fiir den Rein-
raum lhrer Mikroelektronik-Fab in Eu-
ropa, USA oder Asien.

Was sind die gegenwartigen Trends in
der optischen, industriellen Messtech-
nik? Wohin wird sie sich entwickeln?

Fries: Wir werden in Zukunft immer
haufiger integrierte, vollautomatisierte
und intelligente Anlagen sehen, die
in der Lage sind, Messdaten eigen-
standig zu interpretieren. Auf’erdem
steigen die Anforderungen der Anwen-
der in Bezug auf Auflosungsvermogen,
Vielseitigkeit der Messaufgaben, Zu-
kunftssicherheit und Erweiterbarkeit.
Ein weiterer wichtiger Faktor sind Bran-
chenlésungen fiir ganz spezielle Ab-
schnitte entlang der Wertschopfungs-
ketten unserer Kunden.

Herr Dr. Fries,
vielen Dank fiir das Gespréch!

+++ Kurznachrichten +++ Kurznachrichten +++ Kurznachrichten +++ Kurznachrichten +++ Kurznachrichten+++ Kurznach-

3D-IC Forschung: FRT Messtechnik fiir
Forschungsinstitut CEA LETI

Das fiihrende franzdsische Forschungs-
institut CEA LETI hat ein vollautomati-
sches Waferinspektionssystem FRT MFE
bestellt, um die Fertigungsprozesse im
Bereich der 3D-IC Technologie zu opti-
mieren.

Regionales Engagement: Experimen-
tierkdsten fiir ortliche Grundschule

Mit dem Projekt TuWaS beteiligt sich

FRT an einer bundesweiten Initiative, die
Grundschulen mit wissenschaftlichem Un-
terrichtsmaterial ausstattet und Lehrer fort-
bildet. In Bergisch Glabach wird die GGS
Gronau unterstiitzt.

FRT Sales Person of the Year 2010:
Auszeichnung geht nach Taiwan

Fiir ihre ausgezeichnete Verkaufsleistung
bei der Realisierung von neuen Projekten
wurde Winnie Chou, Teammitglied inner-
halb des FRT Vertriebsnetzes, mit dem

Titel «<FRT Sales Person of the Year 2010»
geehrt.

Winnie Chou freut sich tiber Ihren Preis.



Méglichkeiten der Wafer-Metrologie
Losungen zur Messung blanker, strukturierter und gebondeter Wafer

Sagen, Schleifen, Lappen, Polieren...
Das sind die typischen Bearbeitungs-
schritte, die vom Ausgangsprodukt
»Ingot* zu qualitativ hochwertigen
Wafern fiihren.

Hersteller in den Bereichen Mikro-
elektronik, Mikrosystemtechnik und
Photovoltaik stellen hohe Anforderun-
gen an die Fertigungstoleranzen des
Vorprodukts ,Wafer“, da bereits ge-
ringe Abweichungen die Qualitdt in
den nachgelagerten, kostenintensiven
Prozessschritten negativ beeinflus-
sen kdnnen. Die Folge sind Einbuf3en
bei der Ausbeute sowie verringerte
Effizienz und Zuverlassigkeit der End-
produkte. Hochwertige, teils vollau-
tomatische Multisensor-Messtechnik
von FRT triagt zur Uberwachung der
Prozesstoleranzen in der Waferbear-
beitung bei und hilft die geforderten
Qualitatsstandards der Produzenten
einzuhalten.

Kein Sagen ohne Messen -
Rohwaferproduktion aus Ingots

Der so genannte Ingot, ein Block z.B.
aus Silizium oder einem Compound
Material wie Saphir oder GaAs, ist das
Ausgangsprodukt bei der Waferher-
stellung. Mit einer hochgenauen Wa-
fersdge werden einzelne Rohwafer ab-
getrennt. In diesem Prozess entstehen
Riefen, deren Breite und Tiefe Uber-
wacht werden miissen. Dies erfolgt mit
optischen Multisensor-Messsystemen

wie dem MicroProf® MHU welches die
Sdgekontur nicht nur dreidimensional
visualisiert, sondern vor allem quan-
titativ, metrologisch charakterisiert
— eine Aufgabe bei der klassische,
optische Mikroskope aufgrund fehlen-
der Hoheninformation an ihre Grenzen
stof3en.

Durch die quantitative Prozesskon-
trolle kann der S&dgeprozess besser
gesteuert werden, sodass die Spezi-
fikationsabweichungen der gesdgten
Wafer deutlich geringer ausfallen. Zu-
dem ldsst sich der Werkzeugverschleif3
der Bearbeitungsmaschinen {iberwa-
chen und das Verhalten verschiedener
Materialien beim Sdgeprozess evalu-
ieren.

TTV & Co. - Prozessiiberwachung

beim Waferdiinnen und Polieren

Nach dem Sdgen werden die Wafer
mit Hilfe mechanischer Verfahren wie
Schleifen, Lappen und Polieren weiter
bearbeitet. Dabei muss die Einhaltung
der Dicke {iber den gesamten Wafer
im Bereich weniger Mikrometer sicher-
gestellt werden. Da dieser in der Re-
gel mit einer Dotierung mit definierter
Eindringtiefe versehen ist, muss der
Schleifprozess so eingestellt werden,
dass eine bestimmte Dicke nicht unter-
schritten wird.

Vor allem bei Thin-Wafern mit gering-
eren Toleranzen steigen die Anforde-
rungen an Genauigkeit und Reprodu-
zierbarkeit. Hier hat sich die optisch
beriihrungslose Dickenmessung durch-
gesetzt. Mit der selben Technologie
wird zudem die Rauheit hochaufgeldst
bestimmt. Neben Thin-Wafern konnen
auch auch gebondete oder getapte
Wafer gemessen werden.

FRT setzt bei der Waferdicken- und
Oberflaichenmessung auf eine diame-
tral angeordnete, kalibrierte Sensor-
konfiguration, bestehend aus zwei
beriihrungslos arbeitenden, chroma-

tischen Punktsensoren. Sie messen
den Abstand zum Wafer an dessen
Ober- und Unterseite. Auf diese Weise
wird die lokale Waferdicke wie auch
die Dickenvariation tber die gesamte
Waferflache zuverldssig und nach der
Norm des Industrieverbands SEMI be-
stimmt.

Gerade die Dickenvariation, definiert
tber den sog. TTV-Wert, ist beim Wa-
ferschleifen eine Kennzahl fiir Qualitat.
Sie ldsst Riickschliisse zu, ob der Ab-
trag gleichmaBig erfolgt ist. Nur Wa-
fer mit einem sehr niedrigen TTV-Wert
konnen fiir anspruchsvolle Aufgaben
weiter verwendet werden.

3D-IC Wafer Metrolgie - Erhdhte
Anforderungen an die Messtechnik

Hierzu zahlen z.B. Einsatzbereiche
in der Mikroelektronik und Mikrosys-
temtechnik, etwa die 3D-IC Fertigungs-
technologie. Sie ist ein zunehmend
populdres Verfahren, bei dem einzelne
Chips durch Stapeln und Verbinden
in vertikaler Richtung zu Paketen ver-
schaltet werden. Dadurch lassen sich
noch leistungsfahigere, kompaktere
und effizientere Baugruppen mit kur-
zen Signalwegen realisieren.

FRT hat eine spezielle Losung fiir
die 3D-IC Wafer Metrologie entwickelt.
Diese umfasst Dickenmessungen,
Oberflachen- und Rauheitsanalysen,
die Bestimmung von Ein- und Mehr-
schichtsystemen sowie die Messung
von Through Silicon Vias (TSV) mit ho-
hem Aspektverhiltnis.

Internet
www.wafer-metrology.com



Aus der Praxis fiir die Praxis
FoRT-Bildung - das FRT Messtechnik-Seminar

Wie jedes Jahr im Herbst, bieten wir
wieder allen Kunden, Partnern und
Interessenten die FoRT-Bildung an.
Es handelt sich dabei um ein Se-
minar, das in die Begriffe Topogra-
phie und Rauheit einfiihrt und die
wichtigsten Messverfahren mit lhren
Anwendungsgebieten vorstellt.

Anhand von Beispielen erldutern
die FRT Experten die unterschiedli-
chen Definitionen und gehen auf
die Aussagekraft der wichtigsten
Oberflichenkennwerte ein.

Angesprochen sind speziell Anwen-
der von Oberflachenmesstechnik, Ent-
wickler sowie Qualitatsbeauftragte.
Die ndchste Veranstaltung findet im
Marz 2011 in Bergisch Gladbach am Fir-
menhauptsitz statt. Der genaue Termin
wird Anfang ndchsten Jahres auf der
Homepage veroffentlicht.

Aus dem Inhalt:

Bedeutung der Charakterisierung von
Oberflachen/Rauheit in der Technik
An Beispielen aus der Praxis wird die
Bedeutung der Oberflache und deren
Charakterisierung fiir das Produkt de-
monstriert.

Messtechnik zur Bestimmung

der Topographie

Verschiedene Methoden zur Mes-
sung der Topographie von techni-
schen Oberflaichen werden vorgestellt
(Tastschnittverfahren, Rasterkraft-
mikroskopie, konfokale Messverfah-
ren, Interferometrie etc.). Nach einer

Skizzierung des zugrunde liegenden
Messprinzips werden die Moglichkei-
ten und Einschrankungen der verschie-
denen Verfahren in unterschiedlichen
Anwendungsgebieten prasentiert. In
einer Ubungsphase besteht fiir die Teil-
nehmer die Moglichkeit am Beispiel
konkreter Messaufgaben die Vor- und
Nachteile der dargestellten Verfahren
zu diskutieren.

Bewerten von Oberflachen | und Il

Hier werden die fiir die Bewertung
der Topographie von Oberfldchen re-
levanten Aspekte wie Auswahl des
Messbereichs, Unterschied im Infor-

mationsgehalt, Profil/3D-Messung und
Filterung der Messdaten behandelt.
Die wichtigsten Kennwerte (Rauheit,
Welligkeit etc.) werden erldutert und
mit Anwendungsbeispielen verdeut-
licht. Aufbauend auf dem Hohenhis-
togramm und der Traglastkurve wird
auch auf Parameter wie Kernrautiefe
oder Materialanteile eingegangen. Im
abschlieBenden Ubungsteil kénnen
die Teilnehmer die erlernten theoreti-
schen Inhalte an praktischen Beispie-
len gemeinsam vertiefen und ihr neu
erworbenes Wissen lberpriifen.

In der Seminargebiihr von 750 Euro
pro Person sind neben den Vortrdgen
ausfiihrliche Schulungsunterlagen,
Getrdanke sowie ein Mittagessen ent-
halten.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren
Fragen und fiir lhre Anmeldung an:

Frau Pisarski
Telefon: +49 (0)2204 - 84 24 30.

Termine 2010 - 2011

e COMPAMED 2010
17.11.2010 - 19.11.2010, DE

* Hannover Messe / HMI 2011
4.4.2011 - 8.4.2011, DE

e CONTROL 2011
3.5.2011 - 6.5.2011, DE

e SEMICON Europa 2011
11.10.2011 - 13.10.2011, DE

Kontaktinformationen

FRT GmbH
Friedrich-Ebert-StraBe
D-51429 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0)2204 - 84 24 30
Fax +49 (0)2204 - 84 24 31
info@frt-gmbh.com
www.frt-gmbh.com
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